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{ Detailbild (REM)
Woafer-Level-Package

Metallisierung mit
Lotverbindung

PCB-Leiterplatte

Elémentvarteitung (EDX):

Querschliffpraparation eines Wafer-Level-Packages mit geldteter Metallisierung (links); Detailbild der Lotverbindung im
REM (mitte) und die zugehdrige mittels EDX bestimmte Elementverteilung (rechts).

Forschungsgegenstand:

Wafer-Level-Packaging (WLP) ist eine auf-
kommende ressourcenschonendere Technologie
in der Mikrosystemtechnik, die gleichzeitig hdhere
Integrationsdichten  in den  resultierenden
elektronischen Bauelementen ermdglicht.
Zusétzlich ist WLP deutlich nachhaltiger, da ein
geringerer Materialaufwand und Energieeinsatz
notwendig sind.

Das geplante Forschungsvorhaben verfolgt einen
interdisziplindren  Ansatz von  Mikrosystem-
technologie und Materialwissenschaft zur Nutzbar-
machung neuer Materialkonzepte und Verfahren
fur das WLP in der mikroelektronischen Fertigung.

Digitales Modell einer zu erstellenden Struktur und daneben das
3-dimensionale Druckergebnis als Oberflachenprofil (z-Stapel)

Schlagworter:

- Waferbonding
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Ergebnisse:

- Entwicklung leistungsfahiger  Waferbond-
systeme und l6tfahiger Metallisierungen auf
Basis  ressourcensparender  Dinnschicht-
systeme

- Evaluierung innovativer 3D-Elektronik-Druck-
technologien zur strukturierten Abscheidung auf
der Waferebene

- Erarbeitung eines Konzepts fiir die effiziente
Einflhrung neuer und umweltvertraglicher
Materialien und recyclebarer Prozesschemie in
Fertigungs- und grofRe Forschungsreinrdume
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